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１．概要（Summary） 
リード線の破断原因特定のため、SEM 観察を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・ 走 査 電 子 顕 微 鏡 （ EDS 付 き ） （ JEOL 社 製 , 
JSM-6060-EDS）                                   

 
【実験方法】 

対象試料（リード線破断試料）および比較試料（6試料）

の破断面を走査電子顕微鏡（以下、SEM）で観察、撮影

して、画像から破断原因を推測する。観察した倍率は、

400～4,000 倍である。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
対象試料の SEM 画像を Fig.1 と Fig.2 に示す。Fig.1

は 550 倍の SEM 画像で、Fig.2 は 4,000 倍の SEM 画

像である。光学顕微鏡では観察困難な破断面を詳細に

観察することが出来た。 

 
Fig.1 SEM image of fractured surface (×550) 
 

 
Fig.2 SEM image of fractured surface (×4,000) 
 

Fig.1 および Fig.2 などの SEM 画像から、対象試料の

破断面に疲労破壊の特徴であるストライエーションが観察

できないことから、破断原因が疲労破壊ではないと推測で

きた。 
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